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内容概要

　　这本书由曾庆贵、姜玉稀编著，系统讲述使用Cadence软件进行集成电路版图设计的原理、编辑
和验证方法，包括版图设计从入门到提高的全部内容，包括：半导体集成电路；UNIX操作系统
和Cadence软件；VirtHOSO版图编辑器；CMOS数字电路版图设计；版图验证；版图验证规则文件的
编写；外围器件及阻容元件版图设计；CMOS模拟集成电路的版图设计；铝栅CMOS和双极集成电路
的版图设计。
同时附录介绍了几个版图设计规则、验证文件和编写验证文件常用的命令等。

　　本书具有以下特点：
　　(1)以培养学生的职业技能为原则来设计结构、内容和形式。

　　(2)基础知识以“必需、够用”为度，强调专业技术应用能力的训练。

　　(3)对基本理论和方法的论述多以图表形式来表达，便于易学易懂，并增加相关技术在生产中的应
用实例，降低读者阅读难度。

　　(4)提供电子教案增值服务。

　　本书可以作为高职高专及本科层次学生集成电路版图设计课程的教材或参考书，或作为版图设计
培训班的教材，也可供从事集成电路版图设计的在职人员参考。
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